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１．概要（Summary） 

小森コーポレーションでは、半導体や FHE (Flexible 

Hybrid Electronics)などの PE (Printed Electronics)

分野向けのグラビアオフセット印刷機を開発している。そ

の中で近年開発が進められているミニLED/マイクロLED

ディスプレイのチップ実装手段として微細なパターンでは

んだペーストの印刷試験を行っている。はんだペーストの

印刷は現状6 m、ピッチ 30 mまで成功しているが、リ

フロー条件が不明であった。今回、微細に印刷したはん

だペーストをリフローし、その表面状態を観察した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 低真空走査電子顕微鏡 

 

【実験方法】 

 銅板にはんだペーストで微細なパターンを印刷し、いく

つかの条件でリフローを行った。はんだが溶融しているか

どうかを低真空走査電子顕微鏡で観察し確認した。 

 パターンサイズ/ピッチ：□15 m/60 m 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

条件 A・条件 B・条件 C の 3 種類の条件でリフローを

行ったサンプルの SEM 画像を Fig. 1 に示す。倍率は

3000 倍で、ステージを 45傾けた状態で画像を取得した。 

条件Aおよび条件Bでは、はんだが粒状のまま残って

おり、リフローが不完全であることが分かる。一方、条件 C

でははんだの粒子が残っておらず、なだらかな山を形成

していることから、リフローが成功していることが観察により

明らかとなった。 

 

 

 

 

Fig. 1 SEM images of samples reflowed under (a) 

condition A, (b) condition B, and (c) condition C. 
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